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一 一 一 年 度 營 業 報 告 書 
 

一、一一一年度營業結果 

    （一）營業計畫實施成果 

一一一年度營業收入較一一Ｏ年度下降32%，主要為公司進行

經營策略調整及整體半導體市場景氣疲弱不振所影響。稅後純損較

一一Ｏ年度增加，主要係受營收下滑及原物料價格調漲影響毛利所

致。以下表列一一一年度的營運實績和一一Ｏ年度並列比較。 
 

單位：新台幣千元 

項   目 一一一年 一一Ｏ年 變動 

營業收入 91,870 135,366 (43,496)

稅後純損 (34,955) (18,843) (16,112)
 

（二） 預算執行情形：一一一年度未公開財務預測，故無需揭露預算

執行情形。 
 

（三） 財務收支及獲利能力分析 
 
1.財務收支 

單位：新台幣千元 

項   目 一一一年 一一Ｏ年 變動 

營業收入 91,870 135,366 (43,496)

營業淨損 (72,668) (25,649) (47,019)

稅前純損 (34,955) (18,922) (16,033)
 

          2.獲利能力 

項   目 一一一年 一一Ｏ年 

資產報酬率 -4.96% -3.01% 

股東權益報酬率 -6.78% -4.35% 

營業利益(淨損)占實收資本比率 -19.64% -6.93% 

稅前純益(損)占實收資本比率 -9.45% -5.11% 

純損率 -38.05% -13.92% 

每股純損(元) (0.94) (0.54) 

     

附件一 
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    （四）研究發展狀況 

公司依市場應用發展持續投入研發，以針對產品製造技

術的開發及優化。公司在整體研發規劃及佈局，目的即在為

創造出更高附加價值之產品，近年來已開發多項具競爭性的

產品來供應市場需求，期能拓展銷售業績。 

          一一一年度研發成果： 

1. 在Power MOSFET產品上完成 Splitgate結構的MOSFET產

品開發並完成客戶送樣。 

2. 完成Power Amplifier配對使用之功率電晶體產品研發並銷

售此類產品於客戶。 

3. 完成SMD產品之SMB/SMA、6L 與SMF等封裝自動線之設

置與試產。 

  一一二年度研發項目： 

1. 繼續研究並開發Splitgate結構的Power 

MOSFET(30V~200V)產品, 以符合客戶更高規的使用要求。 

2. 在新材料(Wide band gap)方面,持續研究與開發SiC/GaN 

在功率元件上的應用產品(SiC SBD 600V)。 

3. SMD封裝產線在品質及效能方面提升之研究開發。 

 

二、一一二年度營業計畫概要 
（一）經營方針 

受益於疫情所帶來的遠距科技商機及終端應用市場需求成

長，110年半導體產業景氣來到史上的高峰，但隨著疫情解封及

地緣政治衝突造成通膨影響，半導體市場景氣在111年反轉下滑

導致公司營收業績嚴重衰退。面對全球半導體供需失衡的困境

及新興應用市場的產業需求，公司決定進行經營策略的調整與

產銷轉型，以強化市場供應的競爭力，對此環境及市場擬訂的

經營方針如下： 

1.建置自動化產線以提高產能及競爭力 

因應市場競爭建置自動化高密度功率元件產線提升產

能、優化品質及降低成本，進而拓展產品應用領域。 

2.建立原物料供應鏈合作及風險管理 

與原料供應商依市場景氣簽訂價格及服務的供料協議，
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分散且規避供料風險。依據銷售佈局及客戶應用需求，積極

反應市場變化調節供料以消弭缺料造成之訂單流失。 

3.綜觀半導體市場景氣不佳撙節營運支出 

為因應景氣疲弱造成營收下滑及儲備營運資金，嚴控費用

支出以達開源節流之效。 

4.因應全球市場動態變化規劃市場行銷佈局 

依台灣內銷市場、中國大陸及國外外銷市場變化，規劃產

品的市場行銷佈局及應用領域的推廣，建立完善Quality、Cost、

Delivery行銷制度，滿足終端市場客戶的要求。 

 

（二）預期產銷數量及其依據 
 

本公司主營功率電晶體、二極體的製造與銷售。在上述的

經營策略下，依據客戶端訊息及未來市場景氣之趨勢判斷，預

期一一二年度主要銷售產品之營業目標列表如下： 

 

 

 
 

1.二極體： 

以消費性電子產品逐步規劃進入移動裝置、車用與醫療

領域為市場行銷佈局，現階段 Diode 類產品為銷售主力，電

性類別以 Schottky Diode 及 FRED 為主，產品 Package 偏

向 Power 領域，以 TO-3P/S、TO-220/ITO-220 為主力並己

完成 SMD 自動化高密度產線，預期量產後將擴大營運量能。 

2.電晶體： 

推廣應用於放大、開關及信號調製功能且產品附加價格

相對較高的電晶體產品，並以雙極性結型電晶體(BJT)及金屬

氧化物半導體場效應電晶體(MOSFET)為主力。 
 

（三）重要之產銷政策： 

1.生產方面： 

A.在Device DC Chart方面，除現階段主力的Schottky Diode及

FRED外，所開發MOSFET、TVS及GPP Diode依訂單陸續

開出將逐漸放大產能。 

產品別 一一二年預測數 一一一年實際數 
二極體 25,000KPCS 16,805KPCS 
電晶體 3,000KPCS 2,449KPCS 
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B. 在 Device Package 方 面 ， 除 現 階 段 TO-3P/S 、

TO-220/ITO-220系列外，新型SMD自動化高密度產品線已陸

續送樣認證中。 

2.銷售方面： 

A.掌握市場終端客戶的產品需求趨勢和應用，以作為生產備料

依據。 

B.掌握代理商及終端客戶在產品用量上的變化，追踪、分析變

化原因以提出因應對策。 

C.加速推廣新型SMD封裝產品及散熱功效的ITO-200減薄封裝

產品。 
 

三、未來公司發展策略： 

展望未來發展，短期內台灣半導體產業受到疫情解封及地緣政治

衝突影響，陷入需求低迷的困境，預計上半年落底後才有望反轉；長

期而言，台灣面臨中國大陸半導體過剩產能與供應的競爭，公司除了

積極提升製程技術差異化的優勢，同時應結合上、下游產業的合作體

系，以強化產業競爭能力。依此擬定短、長期策略規劃： 

(一)、從市場銷售架構調整產能佈局 : 因應地域性的貿易爭端所衝擊

在中國大陸銷售及產能，重新佈局調整兩岸產能結構。 

(二)、致力發展多元化國際市場 ： 面對全球產業鏈重整及中國紅色

供應鏈崛起，避免銷售市場集中造成過度依賴。 

(三)、建構及強化核心技術能力 : 以更多樣且完備的製程設備及技術

開發利基型產品來拓展營運績效。 

(四)、持續擴大營運的經濟規模：以彈性化的生產管理及最佳化的生

產時程，迅速量產並維持高產品良率，即時滿足客戶的多樣需

求擴大營收。 

(五)、提供客戶高品質的整體解決方案：藉由研發投資及組織調整，

以技術平台為發展導向的組織架構來確保客戶產品應用。 

(六)、持續資本支出於自動化設備積極拓展研發新產品 ：推動自動化

生產、精實生產控制來降低生產成本效益，以滿足具利基新產

品的開發。 

 

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 
(一)、外部競爭環境 
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台灣半導體產業對外在環境的挑戰方面，近年雖受惠於美

中貿易對峙帶來的轉單效應和產能轉移的影響，生產活動呈現

逆勢上揚，但全球半導體產業鏈重整的競爭威脅卻有增無減，

中國大陸近年來對其國內半導體產業未盡公平的貿易和產業政

策的扶植從未停歇，未來兩岸在全球半導體產業中的競合與消

長將同時發生，台灣企業必須體認，產業發展能否抵擋外部競

爭，核心關鍵在於研發技術的建立和累積，進而發展資本規模

的產業競爭優勢。 

 

過去不少企業大幅依靠降低成本的量產代工創造傲人成

就，但隨著全球半導體產業鏈重整，尤其中國半導體紅色供應

鏈崛起，這種營運模式已逐漸喪失發展空間，必須加速思考轉

換以創新為基礎的經營模式才能創造更多發展的新機會。 

有鑑於台資企業高度參與全球半導體供應鏈，兩岸經貿關

係又非常密切，美中貿易戰火將直接衝擊在中國大陸有生產基

地，且加工製造的產品以外銷美國市場為主的企業，面對變化

中的外部競爭環境，必須架構調整產能佈局或致力發展多元化

國際市場，避免集中銷售市場造成過度依賴，更重要的是致力

於企業轉型升級以為因應。 

(二)、法規環境 

近年來全球氣候變遷、極端氣候影響之下，天然災害問題

可能對半導體產業的正常運作造成不同程度影響。各國政府無

不祭出環境法規，積極推動環境保護及加強淨零碳排。因應半

導體產業所面臨的環境法規要求，本公司積極關注與投入相關

行動以建立完善的 ESG 策略，來面對氣候變遷、節能減碳等企

業永續發展議題。ESG 概念導入半導體業乃至於碳中和所帶來

綠色世代之推進，都將成為我國半導體業營運另一個重要的發

展重心。 

歐盟有害物質限用指令(RoHS)之實施，因本公司產品本身

特質大多均屬歐盟的排除條款，對公司整體並無造成太大影

響，但為善盡社會責任與符合世界有關環境品質要求，公司將

持續朝綠色環保及能效要求的目標邁進。 

 

 (三)、總體經營環境 

延續 2022 下半年整體半導體景氣受到的衝擊，2023 年全
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球半導體市場面臨地緣政治衝突導致經濟不確性及高通膨造成

營運成本提升，形成整體經濟景氣的持續衰退。若以 2023 年下

半年來看，半導體產業則須靜待週期的回暖，但其關鍵仍在於

全球經濟景氣能否觸底回升的情況，特別是逐季復甦的力道，

以及整體半導體產業去化庫存是否暫告一段落。 

若以半導體各應用領域觀之，消費電子產品去化庫存的啟

動時間較早，因而有機會在此波調整過程中最快接近尾聲，2023

下半年可期待客戶訂單回復。而 PC 方面，在歷經因疫情衍生

的遠距商機，PC 需求有提前被透支的情況，因而造成出貨量跌

幅較深、復甦力道較緩。至於智慧型手機方面，主要是在於整

體中國及歐美市場需求仍顯疲弱，下半年才有機會逐步見到曙

光。 

市場分析普遍認為 2023 年第三季上旬過後到第四季初，才

可望見到半導體產業景氣徹底揮別陰霾而重現成長趨勢。總

之，2023 年全年半導體業景氣呈現減緩的局面明確，此與不同

於 2020 至 2022 上半年各半導體產品、各應用領域出現全面性

價量齊揚的走勢。但未來台灣半導體產業在全球供應的地位仍

穩固，晶圓代工及封測領域為台廠可發揮之處，也是中長期台

灣半導產業市場規模的推升動能。 
 

為面對整體半導體產業經濟的不確性、供應鏈變化及大陸疫情

清零政策的開放，公司決定進行產銷策略的調整與轉型，透過技術

與設備投資來強化先進半導體封測產線，抵擋經濟與產品競爭的衝

擊。亦即除以技術與自動化的資本支出來對抗市場的競爭，並撙節

營運支出做到營運最佳化與開創性的業務拓展來抗衡經濟衝擊。展

望未來，除了積極提升技術領先、應結合應用端生態體系，才能保

持產業競爭優勢，並為公司成長帶來貢獻。深信不久的將來一定能

提供股東們一個最具競爭優勢且最具成本效益的投資標的。 

 

 

 

 

  

董事長：                                                經理人：                  會計主管：    
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統懋半導體股份有限公司 
111 年度董事個別酬金表 

          

職 稱 姓 名 

董事酬金 A、B、C 及 D 等
四項總額及占稅
後純益之比例 

兼任員工領取相關酬金 

A、B、C、D、E、
F 及 G 等七項總
額及占稅後純益

之比例 領取來
自子公

司以外

轉投資
事業或

母公司

酬金 
 

報酬(A) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用(D)
薪資、獎金及特支

費等(E) 
退職退休金(F) 員工酬勞(G) 

本 
公 
司 

財務報
告內所

有公司 本公司

財務報

告內所

有公司 
本公司 

財務報

告內所
有公司

 

本公司

財務報

告內所
有公司

 

本公司

財務報

告內所
有公司

 

本公司

財務報

告內所

有公司 
本公司

財務報

告內所
有公司

 

本

公

司

財務報

告內所
有公司

 

本公司
財 務 報
告 內 所

有公司  

現

金
金

額

股

票
金

額

現

金
金

額

股

票
金

額

董事長 翁淑貞 960,000 960,000 0 0 0 0 42,000 42,000
1,002,000

(2.87%)
1,002,000 

(2.87%) 
0 0 0 0 0 0 0 0

1,002,000
(2.87%)

1,002,000 
(2.87%) 

無 

董事 
(總經理) 

唐永渝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960,000 960,000 0 0 0 0 0 0
960,000
(2.75%)

960,000 
(2.75%) 

無 

董事 朱雅琪 0 0 0 0 0 0 42,000 42,000
42,000
(0.12%)

42,000 
(0.12%) 

0 0 0 0 0 0 0 0
42,000
(0.12%)

42,000 
(0.12%) 

無 

董事 謝碧蓮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無 

董事 
(獨立董事) 

侯榮顯 120,000 120,000 0 0 0 0 42,000 42,000
162,000
(0.46%)

162,000 
(0.46%) 

0 0 0 0 0 0 0 0
162,000
(0.46%)

162,000 
(0.46%) 

無 

董事 
(獨立董事) 

吳秋美 120,000 120,000 0 0 0 0 42,000 42,000
162,000
(0.46%)

162,000 
(0.46%) 

0 0 0 0 0 0 0 0
162,000
(0.46%)

162,000 
(0.46%) 

無 

董事 
(獨立董事) 

林傳宗 110,000 110,000 0 0 0 0 30,000 30,000
140,000
(0.40%)

140,000 
(0.40%) 

0 0 0 0 0 0 0 0
140,000
(0.40%)

140,000 
(0.40%) 

無 

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司年度如有獲利，由董事會決議以股票或現金分派發放；

本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。111 年給付董事酬金為業務執行之薪資及車馬費。 

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無 

附件三 
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統懋半導體股份有限公司 

董事選任程序 

  

第一條： 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。 

第二條： 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應

具備之能力如下： 

一、營運判斷能力。 

二、會計及財務分析能力。 

三、經營管理能力。 

四、危機處理能力。 

五、產業知識。 

六、國際市場觀。 

七、領導能力。 

八、決策能力。 

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第三條：  刪除 

第四條： 

 

本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應

依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。 

第五條： 

 

本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人

提名制度程序為之。 

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董

事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日

內，召開股東臨時會補選之。 

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於

最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十

日內，召開股東臨時會補選之。 

第六條： 

 

本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相

同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 

第七條： 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出
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 席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第八條： 

 

本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之

選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以

上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者

由主席代為抽籤。 

第九條： 

 

選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，

執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開

驗。 

第十條： 

 

刪除 

第十一條： 

 

選舉票有下列情事之一者無效： 

一、不用有召集權人製備之選票者。 
二、以空白之選票投入投票箱者。 
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 
四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 
五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 

第十二條： 

 

投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單

與其當選權數。 

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保

存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟

終結為止。 

第十三條： 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。 

第十四條： 訂立於民國一○四年六月二十六日 

修訂於民國一一○年七月七日 
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